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未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 

 

 

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了股东

权益分红的回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，进一步

细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可

操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会在《江苏捷捷微电子

股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》、《江苏捷捷微

电子股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的基础上，制定了

《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，具

体规划如下： 

第一条 未来分红回报的原则 

公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东等公众投资者）和

独立董事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实

现可供分配利润的百分之二十。 

第二条 考虑的因素 

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立

对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，

以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 

第三条 股东回报规划制定周期及审议程序 

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策至少每三年制定一

次利润分配规划和计划，根据股东（特别是中小股东等公众投资者）、独立董事

和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时

段股东回报计划，并确保调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规

定。 



董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分

之一以上表决通过。若公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营

状况发生较大变化而需要调整利润分配规划和计划，利润分配规划和计划的调整

应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。 

第四条 未来分红回报规划 

公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发

展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的

意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配

股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。 

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： 

A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或

超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元； 

B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或

超过公司最近一期经审计总资产的30%。 

C、公司未来12个月内拟进行研发项目投入累计支出预计达到或超过最近一

期经审计净资产的10%。 

上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员

进行评审后，报股东大会批准。 

当累计未分配利润超过公司股本总数100%时，公司可以采取股票股利的方式

予以分配。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与经营业务相关

的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，

优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划

目标，最终实现股东利益最大化。 

第五条 关于未来三年（2024年-2026年）具体的分红计划 

鉴于2024-2026年是公司实现跨越式发展目标的关键时期，根据《公司章程》、



业务发展目标以及公司实际情况，公司将借助募集资金和留存未分配利润，进一

步提升公司产能、研发技术实力，巩固公司在功率半导体器件细分行业内领先者

的市场地位。 

为此，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：① 2024-2026年，公

司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。②在确

保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会

计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。公司接受所有

股东对公司分红的建议和监督。 

第六条 股东分红回报规划的合理性分析 

① 最近五年来公司营业收入保持增长趋势。若募集资金投资项目顺利实施，

则公司未来盈利规模及盈利能力有望进一步扩大。公司目前盈利能力良好，有助

于保障股东未来分红回报的持续性。 

② 最近五年来公司现金流量状况良好，有助于保障公司现金分红政策的实

施。 

③ 半导体产业是我国支柱产业之一，半导体分立器件行业是半导体产业的

重要组成部分。发展我国半导体分立器件相关产业，提升国内半导体分立器件研

发生产能力是我国成为世界半导体制造强国的必由之路。近年来，国家有关部门

出台了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目

标纲要》等多项政策为半导体分立器件行业的发展提供了政策保障，明确了发展

方向。由于受益于“十四五”国家战略性新兴产业发展规划及国家对电力电子行

业产业政策等，最近几年，公司的发展迎来历史机遇，公司正处于快速成长期，

随着公司业务规模的进一步扩大，产能扩大以及采购、生产、销售环节对资金的

需求将不断增长，需要有较强的资金保证。另一方面，为保持未来竞争优势，公

司还将在建设研发中心、吸收高端人才上投入均面临较大的资金需求。因此，除

本次募集资金外，公司还需要大量资金维持企业整体的运营和抢占新的市场空

间，以保障股东长期的投资回报。 

④ 公司为中小型民营企业，外部融资规模在一定程度上受到银行信贷空间



和利息成本的制约。公司运用留存利润的保持充裕的资金，不仅可以在紧缩的环

境下降低财务费用和财务风险，同时，强有力的资金保障为公司的未来发展提供

良好的发展基础，可持续增长为股东创造良好的回报。 

综上所述，公司确定现金分红的最低比例为当年实现的可供分配利润的20%，

公司股东分红回报规划合理，符合公司经营现状及股东利益。 

江苏捷捷微电子股份有限公司未来分红回报规划（2024年-2026年）经股东大

会审议通过后生效。 

 

 

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会  

二○二四年三月十二日 
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